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(§) Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte 

(S) Die Erfindung betrifft eine Chipkarte und ein Verfahren 

zur Herstellung einer Chipkarte mit einem Kartenkorper 

zur Aufnahme eines Transponder-Halbleiter-Bauelemen- 

tes, wobei dieses mit einer in der Karte angeordneten in- 

duktiven Signalubertragungseinrichtung in Form einer 

Antennenspulezusammenwirkt. Die eingesetzten Halblei- 

ter-Bauelemente sind vor der Montage im Kartentrager 

vereinzelbare, im Scheibenverband abgedunnte, je einen 

Leadframe auf der aktiven Seite aufweisende Baugrup- 

pen, wobei der Leadframe zwei grofcflachige Kontakte 

zum Anschluft der drahtverlegten oder einlaminierten, 

gestanzten Antennenspulen umfafct. 
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Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mit einem Karten- 
korper 7.ur Aufnahme eines Transponder-Halbleirerbauele- 
mentes, wobei dieses rnit einer in der Karte angeordneten in- 5 
duktiven Signalubertragungseinrichtung in Form einer An- 
tennenspule kontaktiert ist, sowie ein Verfahren zur Herstel- 
iung einer derartigen Chipkarte. 

Es ist bekannt, bei der Herstellung einer Chipkarte, insbe- 
sondere solcher, die Mittel zur kontaktlosen Datenubertra- 10 
gung aufweisen, in einen Kartenkorper ein Modul einzu- 
bringen, welcher einen Halbleiterchip umfaBt. 

Dieser separate Modul mit Halbleiterchip wird vorzugs- 
weise in eine Ausnehrnung im Kartenkorper eingelegt und 
mittels Fugen oder dergleichen mit dem Kartenkorper unter 15 
Erhalt einer entsprechenden mechanischen und elektrischen 
Verbindung laminiert. Beispielsweise kann eine elektrische 
Vcrbindung zwischcn Modul und Kartenkorper bzw. auf 
dem Kartenkorper befindlichen Kontakten, die mit einer 
Spule zur Herstellung einer kontaktlosen Verbindung zur 20 
Umgebuna hin in Kontakt stehen, dadurch zustande kom- 
rnen, daB ein anisotroper leitender KlebstofFim Bereich der 
AnschluBstellen und/oder der Verbindungsstellen des jewei- 
ligen Mittels fur eine kontaktlose Datenubertragung aufge- 
Lragen und der KlebstoJI zuinindest im Bereich der An- 25 
schluBstellen so weit verdichtet oder komprimiert wird, daB 
eine elektrisch leitende Briicke entsteht. 

Die bei der Herstellung von Chipkarten verwendeten Mo- 
dule greifen in der Regel auf einen Kunststofftrager zuriick, 
auf dem der eingangs erwahnte Halbleiterchip mit Kontakt- 30 
flachen versehen, angeordnet ist. Das so vorgefertigte ISO- 
Modul wird mit dem Kartentrager, der z. B. aus Polycarbo- 
nat bestehen kann, verbunden. Dieses Verbinden bzw. das 
Einsetzen des komplexen Moduls in den Kartenkorper in 
eine, z. B. gefraste Ausnehrnung erfolgt ublicherweise unter 35 
Ruckgriff auf die genannten Klebeverfahren bei Verwen- 
dung eines HeiB- oder Schmelzklebers. Die verwendeten" 
Chipmodule sind beispielsweise Chip on Flex mit Globe 
Top oder Chip on Flex mit Mold Compound. 

Die Chips werden nach dem Vereinzeln auf dem Modul 40 
chipkontaktiert, wobei der Modul die genannten Kontaktfla- 
chen zum Herstellen auBerer elektrischer Verbindungen auf- 
weist. Uberein Drahtbondverfahren werden die Kontaktfla- 
chen der Chips mit den Modul-Kontaktflachen verbunden. 
AnschlieBend ist zur Vermeidung von Beschadigungen des 45 
Moduls dieser mit einer Verkapselung zu versehen. 

Die Verfahrensschritte zur Herstellung des Moduls mit 
Halbleiterchip sind jedoch sehr zeit- und kostenintensiv, wo- 
bei durch den sandwich artigen Aufbau der so gestalteten 
Baugruppe bestimmte Abmessungen sowohl in lateraler als 50 
auch hinsichtlich der minimalen Dicke nicht unterschritten 
werden konnen. Da jedoch die Chipkarte bzw. der Karten- 
trager der Chipkarte moglichst diinn auszubilden ist, gleich- 
zeitig aber iiber eine ausreichende Stabilitat hinsichtlich von 
Biege- und anderen Beiastungszyklen erfullen soil, ergeben 55 
sich hier wesentliche Probleme hinsichtlich der gewiinsch- 
ten Fortentwicklung des Standes der Technik. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Chipkarte und 
ein Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte anzugeben, 
welche von einem Kartentrager zur Aufnahme eines Trans- 60 
ponder- Halbleiterbauelementes und in der Karte angeordne- 
ten induktiven Signalubertragungseinrichtungen ausgeht, 
wobei extrem diinne Bauformen mit hochster Biegesteifig- 
keit bei gleichzeitig geringen Kosten realisierbar sein sollen, 

Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfolgt mit cincr 65 
Chipkarte gemaB den Merkmalen des Paten tanspruches 1 
sowie einem Herstellungsverfahren, wie es im Patentan- 
spruch 4 definiert ist. Die Unteranspruche stellen minde- 



stens zweckmaBige Ausgestaltungen und Weiterbildungen 
dar. 

Der Grundgedanke der Erfindung besteht nun darin, von 
einer Halbleiterbaugruppe auszugehen, die im Scheibenver- 
band bis hin zur Kontaktierung und Verkappung fertigungs- 
optimal und mit minimaler Schichtdicke erstellt wird. 

Dabei wird von insbesondere integrierten Speicherbau- 
steinen ausgegangen, die im Scheiben- oder Waferverband 
vorliegen. Zunachst erfolgt eine riickseitige Abdiinnung des 
Substrats mit dem Ziel der Minimierung der gesamten 
Dicke der spater vorliegenden Baugruppe. Gegebenenfalls 
wird der abgedunnte Wafer bzw. das abgedunnte Substrat 
riickseitig mit einer temporaren Versteifungsmembran ver- 
sehen, so daJ3 die Handhabung fur die weiteren technologi- 
schen Schritte vereinfacht und eine erhohte Sicherheit gegen 
unerwiinschte Beschadigungen, z. B, Bruch des Wafers ge- 
geben ist. 

Die auf der aktiven Scitc des Wafers vorhandenen Bond- 
pads werden wenn notig metallisiert und/oder mit Bumps 
versehen, so daB ein ebenfalls im Scheiben verband vorlie- 
gender Leadframeverbund aufbringbar ist. 

Der Leadframeverbund weist einzelne Leadframeab- 
schnitte fur jeden Einzelchip auf. Jeder Leadframeabschnitt 
besitzt mindestens zwei groBflachige Kontakte zum An- 
schluB der im Kartentrager drahtverlegien oder einlaminier- 
ten, gestanzten Antennenspule, die als induktive Signaluber- 
tragungseinrichtung dient. 

Erfindungsgemafi ist die Gesamtflache der vor der Mon- 
tage in die Chipkarte vereinzelnden Chips mit Leadframe 
minirniert, wobei jeder der groBflachigen Leadframekon- 
takte im wesentlichen die Halfte der maximal zur Verfiigung 
stehenden Leadframe- oder Chipflache einnimmt. 

Konkret wird also verfahrensseitig zur Herstellung der 
Chipkarte zunachst von im Scheibenverband vorliegenden, 
Bondpads umfassenden, riickseitig abgediinnten Halbleiter- 
P^te?^ eTl ten ausge gang en. Diese werden mit einer 
schweiB- und/bder lotfahigen MetalHsierung oder Kontakt- 
bereich bzw. im Bereich der Bondpads versehen. 

AnschlieBend wird mit Ausnahme der vorgesehenen oder 
ausgewahlten Kontaktbereiche eine Passivierungsschicht, 
z. B. eine polyrnere Passivierung, die auch zu Isolations- 
zwecken dient, aufgebracht. Weiterhin wird ebenfalls im 
Scheibenverband ein leadframeverbund, umfassend ein- 
zelne Leadframes, abgestellt auf die spatere Einzelchip- 
groBe, paBgenau auf der aktiven, kontaktbehafteten Seite 
der Halbleiterbauelemente angeordnet und mit den Kontakt- 
bereichen elektrisch verbunden. 

Der Leadframe weist mindestens zwei groBflachige An- 
tennenkontakte auf, die beim Einsetzen in eine Ausneh- 
rnung im Kartenkorper oder Kartentrager mit den Kontakten 
der Antennenspule elektrisch verbunden werden. Die im 
Scheibenverband vorkonfektionierten Baugruppen werden, 
ggfs. nach Durchfuhrung von elektrischen Tests, vereinzelt,' 
so daB Leadframe-Chips vorliegen, welche als Einzelchips 
in die erwahnte Ausnehrnung im Kartentrager eingebracht 
werden konnen. 

Demnach ist eine herkornmliche Ausbildung des Moduls 
mit Modultrager aus Metall oder Epoxy zum Verbinden des 
Chips mit dem Modultrager, das Bonden und das VergieBen 
der Gesamtanordnung, wie beim Stand der Technik noch 
notwendig, nicht mehr erforderlich, wobei insbesondere die 
Bauhohe, aber auch die laterale Ausdehnung der Einzel- 
chips minimierbar ist. 

Das IC-Package umfassend Substrat plus Leadframe, der 
gleichzeitig als Abdcckung der aktiven Scitc wirkt, bildct 
eine direkt oberflachenmontierbare Einheit im sogenannten 
Chip-Size-Package-Format. Durch die Vorgabe der AuBen- 
kontaktierungsflachen, die der Verbindung mit der indukti- 
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ven Signalubertragungseinrichtung oder aber auch anderen 
Kontaktbereichen dienen, kann auf einen separaten Modul- 
oder Verdrahtungstrager mit AuBenkontakten verzichtet 
werden. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Chipkarte 
besitzt eine fur den Einsatz in den Kartentrager vorbereitete 
Baugruppe eine Chipflache von im wesentlichen im Bereich 
von 4 bis 6 mm 2 , wobei jeder der Kontakte zur eiektrischen 
Verbindung mit der induktiven Signalubertragungseinrich- 
tung etwa eine Flache von im wesentlichen 1,75 bis 
2,75 mm - aufweist, so da£ die gewunschte biege- und 
bruchfeste, langzeitstabile elektrische Verbindung bei 
gleichzeitig geringer Dicke des Kartentragers oder Karten- 
korpers erreichbar ist. 

Die Erfindung soli nachstehend anhand eines Ausfiih- 
rungsbeispieles sowie unter Zuhilfenahme von Fig. naher 
eriautert werden. 

Hicrbci zcigcn: 

Fig. 1 eine Schnittdarstellung eines Ausschnittes der noch 
im Scheibenverband vorliegenden Halbleiterbauelemente 20 
und 

Fig. 2 eine Schnittdarstellung einer Chipkarte mit vorbe- 
reitetem, vereinzelten Transponder- Halbleiterbauelement 
mit Leadframekontakten. 

Die Fig. 1 zeigl in Schniudarsiellung den AusschniU ei- 25 
nes Leadframe-Halbleiterbauelementes im Scheibenver- 
band. Auf einem Siliziumwafer 1, welcher integrierten 
Strukturen z. B. einer Speicherbaugruppe enthalt, wird zur 
Verbesserimg des technologischen Handlings riickseitig 
eine Versteifungsmembran 2 aufgeklebL Vor dem Aufbrin- 30 
gen der Versteifungsmembran 2 wird allerdings der Silizi- 
umwafer 1 auf eine Schichtdicke von ca. 180 pm, z. B, 
durch Atzen, abgediinnt. 

Die Bondpads 3 des Siliziumwafers 1 werden in an sich 
bekannter Weise mit einer schweiB- und/oder lotbaren Me- 35 
tallisierung 4 versehen. AnschlieBend wird beispielsweise 
mittels Siebdmckschablonen eine polymere Passivierang 5 
mit Ausnahme der Bereiche der Bondpads 3 aufgebracht. 
Diese Passivierung schutzt zum einen die aktiven Bereiche 
des Siliziumwafers 1 und dient zum anderen der elektri- 40 
schen Isolation des dann aufzubringenden Leadframes in 
WafergroBe. Das in WafergroBe vorliegende Leadframe 6 
wird exakt positioniert auf die aktive Seite des Siliziumwa- 
fers z. B. aufgeklebL AnschlieBend erfolgt z. B. mittels Mi- 
kroschweiBen eine Verbindung von entsprechenden Ab- 45 
schnitten 7 des Leadframes 6 mit der Metallisierungsflache 
4 der Bondpads 3. Nachdem im Scheibenverband die ent- 
sprechende elektrische Kontaktierung des Leadframes 6 mil 
den Bondpads 3 des Siliziumwafers 1 vorgenommen wurde, 
wird iiber vorhandene Justiermarken der vorliegende Lead- 50 
frame-Wafer- Verbund in einer sogenannten Wafersage ein- 
gerichtet und in einzelne Chip-Size-Packages entlang von 
SagestraBen 9 getrennt. 

Dernnach liegt im Ergebnis der vorstehend beschriebenen 
Schritte ein Transponder-Halbieiterbauelement vor, das un- 55 
mittelbar in eine entsprechende Ausnehmung eines Karten- 
tragers (siehe Fig. 2) eingebracht und mit dort vorhandenen 
AntennenanschluBflachen elektrisch verbunden werden 
kann. 

Die Bauhohe des Transponder-Halbleiterbauelementes ist 60 
gering, so daB die Dicke des Kartentragers verringert wer- 
den kann. Durch die groBflachigen auBeren AnschluBkon- 
takte 8 fur die gewunschte elektrische Verbindung zur in- 
duktiven Signalubertragungseinrichtung im Kartenkorper 
ist cine langzeitstabile sichcrc elektrische und mcchanischc 65 
Kontaktierung gewahrleistet. 

Zur Aufnahme des Leadframe-Chips 10 weist, wie in Fig. 
2 gezeigt, ein Kartenkorper U eine Ausnehmung 12 auf. 
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Wie in der Schnittdarstellung ersichtlich, sind innerhalb der 
Ausnehmung 12 Antennenkontakte 13 vorgesehen, die mit 
einer z. B. einlaminierten Antennenspule 14 in Verbindung 
stehen. Die Antennenspule 14 dient als Mittel zur indukri- 
5 ven Signalubertragungseinrichtung hin zu einem nicht ge- 
zeigten Terminal. 

Der Leadframe-Chip 10 besitzt an seiner Unterseite die 
bereits erwahnten Leadframe-Antennenkontakte 15 bzw. die 
auBeren AnschluBflachen 8. Nachdem der Leadframe-Chip 
to 10 in die Ausnehmung 12 eingebracht wurde, kann in an 
sich bekannter Weise eine Kontakderung der sich gegen- 
iiberliegenden Bereiche der Antennenkontakte 13 und der 
I^adframekontakte 15 vorgenommen werden. Beispiels- 
weise besteht die Moglichkeit der Kontaktierung mittels 
Leitkleber, durch Thermokompression, Lot- oder SchweiB- 
verbindung. 

Die Dicke der Leadframe-Chips liegt im Bereich von 180 
bis 200 um mit dem erwahnten Vortcil der geringen Bau- 
hohe der Gesamtanordnung der Chipkarte. Die Antennen- 
spulen 14 konnen auf dem Kartenkorper in Nuten verlegte 
Drahtspulen sein, ebenso konnen jedoch gestanzte Spulen 
genutzt werden, die in die Karte einlaminiert werden. 

Alles in allem gelingt es mit der Erfindung, Leadframe- 
Chips auszubilden, die kostengiinstig im Scheibenverband 
hergeslellt werden konnen und die die notwendige Bestan- 
digkeit bei Handhabung, Test und Montage aufweisen. Die 
Leadframe-Chips sind direkt oberflachenmonderbar und be- 
sitzen zwei groBflachige auBere AnschluBflachen zur unmit- 
telbaren Verbindung mit komplementar gestalteten Anten- 
nenkontakten. Die erreichte Vorverlagerung der Gehause- 
technik von der Ebene vereinzetter gesagter Chips hin zur 
Waferebene bzw. zum Scheibenverband fuhrt zu erhebii- 
chen Kostenvorteilen, so daB insbesondere bei groBen 
Stiickzahlen preiswertere Chipkarten mit Transponder- 
Halbleiterbauelementen realisierbar sind. 

Bezugszeicheriliste 

1 Siliziumwafer 

2 Versteifungsmembran 

3 Bondpads 

4 Metallisierung 

5 Passivierung 

6 Leadframe 

7 Abschnitt 

8 auBere AnschluBflache 

9 SagestraBe 

10 Leadframe-Chip 

11 Kartenkorper 

12 Ausnehmung 

13 Antennenkontakt 

14 Antennenspule 

15 Leadframe- Antennenkontakt 

Patentanspruche 

1. Chipkarte mit einem Kartentrager zur Aufnahme ei- 
nes Transponder-Halbleiter-Bauelementes, wobei die- 
ses mit einer in der Karte angeordneten induktiven Si- 
gnalubertragungseinrichtung in Form einer Antennen- 
spule kontaktiert ist, dadurch gekennzeichnet daB die 
Halbleiter-Bauelemente vor der Montage in den Kar- 
tentrager oder Kartenkorper (11) vereinzelbare, im 
Scheibenverband abgedunnte, je einen Leadframe (6) 
auf der aktiven Scitc aufweisende Baugruppcn sind, 
wobei der Leadframe (6) zwei groBflachige auBere 
Kontakte (8) zum AnschluB der drahtverlegten oder 
einlaminierten, gestanzten Antennenspule (14) umfaBt. 
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2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB jeder der grofiflachigen Kontakte (8; 15) im 
wesentlichen die Halfte der maximal zur Verfugung 
stehenden Leadframe- oder Chipflache einnimmt. 

3. Chipkarte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 5 
net, daB bei einer zum Einsatz in den Kartentrager oder 
Kartenkorper (11) vorbereiteten Baugruppe die Chip- 
oder Leadframeflache irn wesentlichen im Bereich von 

4 bis 6 mm 2 liegt, wobei jeder der Leadframe-Anten- 
nenkontakte (15) etwa eine Flache von im wesentli- io 
chen 1,75 bis 2,75 mm 2 einnimmt. 

4. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte mit ei- 
nem Kartentrager oder Kartenkorper zur Aufhahme ei- 
nes Transponder-Halbleiter-Bauelementes, welches 
mit einer in der Karte angeordneten induktiven Signal- 15 
ubertragungseinrichtung in Form einer Antennenspule 
kontakuerbar ist, dadurch gekennzeichnet, 

daB im Schcibcn verb and vorlicgcndc, Bondpads um- 
fassende, ruckseitig abgedunnte Halbleiter-Bauele- 
mente mit einer schweiB- und/oder lotfahigen Metalli- 20 
sierung od* r Kontaktbumps im Bereich von Bondpads 
versehen werden, 

anschlieBend mit Ausnahme der Kontaktbereiche eine 
Passivierungsschicht aufgebracht, weiterhin ein Lead- 
franieverbund in Wafergrofie paBgenau je auf die ak- 25 
dve, kontaktbehaftete Seite der Halbleiter-Bauele- 
mente angeordnet und mit den Kontaktbereichen elek- 
trisch verbunden wird, wobei der Leadframeverbund 
jeweils Hnzelleadfxanies mit je mindestens zwei grofi- 
flachigen Antennenkontakten aufweist, 30 
die so erhaltene Baugruppe einem Vereinzeln in Lead- 
frame-Chips unterzogen wird und diese Einzelchips in 
eine Ausnehmung im Kartenkorper oder Kartentrager 
eingebracht sowie die Leadframe-Antennenkontakte 
mit Kontakten der Antennenspule verbunden werden. 35 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB zur Verbesserung des Handlings wahrend der 
Bearbeitung im Scheibenverband der abgedunnte Wa- 
fer ruckseitig mit einer temporaren Versteifungsmem- 
bran bzw. -schicht versehen wird. 40 
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